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(54)【発明の名称】 電気的接続装置および電気的接続装置を有するディスプレイ装置

(57)【要約】
【課題】  フレキシブル配線板のような第２基板を、第
１基板に形成された有機電界発光素子に対して電気的に
接続している場合に、第２基板を第１基板側から簡単に
取り除いて修理することができ、ＡＣＦを用いずにコス
トダウンを図ることができる電気的接続装置および電気
的接続装置を有するディスプレイ装置を提供すること。
【解決手段】  第１基板１２１に形成された有機電界発
光素子８０に対して第２基板５０を電気的に接続するた
めの電気的接続装置３００，３０１であり、有機電界発
光素子の電極に対して電気的に接続された第１Ｎｉ膜３
１０と、第１Ｎｉ膜３１０に積層された第１Ａｕ膜３２
０と、から成る第１接続電極部２００と、第１接続電極
部２００の第１Ａｕ膜３２０に積層された第２Ｎｉ膜３
３０と、第２Ｎｉ膜３３０に積層されて第２基板５０に
対して電気的に接続するための第２Ａｕ膜３４０と、か
ら成る第２接続電極部２０１を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  第１基板に形成された有機電界発光素子
に対して第２基板を電気的に接続するための電気的接続
装置であり、
前記有機電界発光素子の電極に対して電気的に接続され
た第１Ｎｉ膜と、前記第１Ｎｉ膜に積層された第１Ａｕ
膜と、から成る第１接続電極部と、
前記第１接続電極部の前記第１Ａｕ膜に積層された第２
Ｎｉ膜と、前記第２Ｎｉ膜に積層されて前記第２基板に
対して電気的に接続するための第２Ａｕ膜と、から成る
第２接続電極部と、を備えることを特徴とする電気的接
続装置。
【請求項２】  前記第２接続電極部の前記第２Ａｕ膜
と、前記第２基板の導体部とは、半田ボールを溶融する
ことで接続されている請求項１に記載の電気的接続装
置。
【請求項３】  前記第１接続電極部と前記第２接続電極
部から成る組は、前記有機電界発光素子の１つの前記電
極に対して複数組設けられている請求項１に記載の電気
的接続装置。
【請求項４】  第１基板に形成された有機電界発光素子
に対して第２基板を電気的に接続するための電気的接続
装置を有するディスプレイ装置であり、
前記電気的接続装置は、
前記有機電界発光素子の電極に対して電気的に接続され
た第１Ｎｉ膜と、前記第１Ｎｉ膜に積層された第１Ａｕ
膜と、から成る第１接続電極部と、
前記第１接続電極部の前記第１Ａｕ膜に積層された第２
Ｎｉ膜と、前記第２Ｎｉ膜に積層されて前記第２基板に
対して電気的に接続するための第２Ａｕ膜と、から成る
第２接続電極部と、を備えることを特徴とする電気的接
続装置を有するディスプレイ装置。
【請求項５】  前記第２接続電極部の前記第２Ａｕ膜
と、前記第２基板の導体部とは、半田ボールを溶融する
ことで接続されている請求項４に記載の電気的接続装置
を有するディスプレイ装置。
【請求項６】  前記第１接続電極部と前記第２接続電極
部から成る組は、前記有機電界発光素子の１つの前記電
極に対して複数組設けられている請求項４に記載の電気
的接続装置を有するディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子
に用いられる電気的接続装置および電気的接続装置を有
するディスプレイ装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、有機電界発光素子（有機エレクト
ロルミネッセンス素子、以下有機ＥＬ素子という）を発
光素子としたディスプレイ装置が注目されている。従来
のこの種のディスプレイ装置では、透明のガラス基板の
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上に陽極となる透明電極をストライプ状に形成してい
る。このストライプ状の透明電極の上には、直行する方
向に有機層が形成されている。この有機層は正孔輸送層
と発光層からなる。有機層の上には陰極が形成されてい
る。このようにすることで透明電極と陰極とが交差する
位置に、それぞれ有機ＥＬ素子を形成してこれらの有機
ＥＬ素子が縦横に配列されることにより発光エリアを形
成している。ガラス基板の周辺部には、この発光エリア
を駆動回路に対して接続するための電極部を有してい
る。
【０００３】陽極である透明電極に対して正の電圧が印
加され、陰極に対して負の電圧が印加されると、透明電
極から注入された正孔が正孔輸送層を経て発光層に到達
する。一方陰極から注入された電子が発光層に到達す
る。これにより発光層内では電子－正孔の再結合が生じ
ることから、所定の波長を持った光が発生して、透明の
ガラス基板からその光が外に出射するようになってい
る。この種のディスプレイ装置では、ガラス基板上の電
極に対して、外部への接続用のフレキシブル配線板や駆
動用のドライバＩＣ（集積回路）を、熱をかけてＡＣＦ
（異方性導電膜）を介して電気的に接続している。
【０００４】図１８は、有機ＥＬ素子１０００とドライ
バＩＣ１００１およびフレキシブル配線板１００２の接
続例を示している。有機ＥＬ素子１０００のガラス基板
１００３およびドライバＩＣ１００１とフレキシブル配
線板１００２の電気的な接続例は、図１９に示してい
る。ガラス基板１００３の上にはＩＴＯ膜（Ｉｎｄｉｕ
ｍ  ｔｉｎ  ｏｘｉｄｅ膜）の透明電極１００４が形成
されている。この透明電極１００４に対してドライバＩ
Ｃ１００１は、ＡＣＦ１００５を用いて電気的に接続さ
れている。同様にしてフレキシブル配線板１００２も、
透明電極１００４に対してＡＣＦ１００６により電気的
に接続されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】ところが、このように
熱をかけてガラス基板上の電極部とフレキシブル配線板
あるいはドライバＩＣをＡＣＦを用いて電気的に接続す
ると、次のような問題がある。このＡＣＦを用いて電気
的に接続すると、フレキシブル配線板１００２に断線等
の欠陥が生じたり、ドライバＩＣ１００１が故障した場
合等、何らかの理由によりフレキシブル配線板１００２
をＡＣＦ１００６から取り除く必要がある場合や、何ら
かの理由によりＡＣＦによる電気的な接続が製造工程上
で失敗した場合には、簡単にはフレキシブル配線板１０
０２はＡＣＦ１００６からは取り除くことができない。
このような場合には、ＡＣＦ１００６、フレキシブル配
線板１００２および有機ＥＬ素子１０００とガラス基板
１００３を含むディスプレイ装置全体を廃棄せざるを得
ないという問題がある。またＡＣＦの価格が高くコスト
高になるという問題もある。
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【０００６】そこで本発明は上記課題を解消し、フレキ
シブル配線板のような第２基板を、第１基板に形成され
た有機電界発光素子に対して電気的に接続している場合
に、第２基板を第１基板側から簡単に取り除いて修理す
ることができ、ＡＣＦを用いずにコストダウンを図るこ
とができる電気的接続装置および電気的接続装置を有す
るディスプレイ装置を提供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】請求項１の発明は、第１
基板に形成された有機電界発光素子に対して第２基板を
電気的に接続するための電気的接続装置であり、前記有
機電界発光素子の電極に対して電気的に接続された第１
Ｎｉ膜と、前記第１Ｎｉ膜に積層された第１Ａｕ膜と、
から成る第１接続電極部と、前記第１接続電極部の前記
第１Ａｕ膜に積層された第２Ｎｉ膜と、前記第２Ｎｉ膜
に積層されて前記第２基板に対して電気的に接続するた
めの第２Ａｕ膜と、から成る第２接続電極部と、を備え
ることを特徴とする電気的接続装置である。
【０００８】請求項１では、第１接続電極部は、第１Ｎ
ｉ膜と第１Ａｕ膜とからなる。第１Ｎｉ膜は有機電界発
光素子の電極に対して電気的に接続される。第１Ａｕ膜
は第１Ｎｉ膜に積層されている。第２接続電極部は、第
２Ｎｉ膜と第２Ａｕ膜とからなる。第２Ｎｉ膜は第１接
続電極部の第１Ａｕ膜に積層されている。第２Ａｕ膜
は、第２Ｎｉ膜に積層されて第２基板に対して電気的に
接続するようになっている。これにより、ＡＣＦを用い
ずに、第２基板を第１基板に形成された有機電界発光素
子に対して電気的に接続することが可能であり、コスト
ダウンが図れる。
【０００９】しかも、第１接続電極部の第１Ａｕ膜と、
第２接続電極部の第２Ｎｉ膜との間では、比較的簡単に
剥離を起こすことができる。従って、第１基板側の有機
電界発光素子が故障したり、あるいは第２基板側が故障
したりした場合において、第２接続電極部の第２Ｎｉ膜
と第１接続電極部の第１Ａｕ膜との間で剥離を起こすこ
とにより、第１基板と第２基板を簡単に電気的かつ機械
的に分離することができる。そしてたとえば第２基板に
断線が生じていた場合には、新たな第２基板を用意し
て、この新たな第２基板を第１基板に形成された有機電
界発光素子に対して電気的に接続する場合には、第１基
板側の第１接続電極部の第１Ａｕ膜と第２基板側の第２
接続電極部の第２Ｎｉ膜を密着することにより電気的に
確実に接続することができ、いわゆるリペアーが可能に
なる。
【００１０】請求項２の発明は、請求項１に記載の電気
的接続装置において、前記第２接続電極部の前記第２Ａ
ｕ膜と、前記第２基板の導体部とは、半田ボールを溶融
することで接続されている。
【００１１】請求項３の発明は、請求項１に記載の電気
的接続装置において、前記第１接続電極部と前記第２接
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続電極部から成る組は、前記有機電界発光素子の１つの
前記電極に対して複数組設けられている。請求項３で
は、有機電界発光素子の１つの電極に対して、第１接続
電極部と第２接続電極部からなる組が複数組設けられて
いることにより、複数組の数だけ接続電極の箇所を増や
すことができるばかりでなく、１つの組が故障しても、
他の組を用いて電気的な接続を確実に行なうことができ
る。
【００１２】請求項４の発明は、第１基板に形成された
有機電界発光素子に対して第２基板を電気的に接続する
ための電気的接続装置を有するディスプレイ装置であ
り、前記電気的接続装置は、前記有機電界発光素子の電
極に対して電気的に接続された第１Ｎｉ膜と、前記第１
Ｎｉ膜に積層された第１Ａｕ膜と、から成る第１接続電
極部と、前記第１接続電極部の前記第１Ａｕ膜に積層さ
れた第２Ｎｉ膜と、前記第２Ｎｉ膜に積層されて前記第
２基板に対して電気的に接続するための第２Ａｕ膜と、
から成る第２接続電極部と、を備えることを特徴とする
電気的接続装置を有するディスプレイ装置である。
【００１３】請求項４では、第１接続電極部は、第１Ｎ
ｉ膜と第１Ａｕ膜とからなる。第１Ｎｉ膜は有機電界発
光素子の電極に対して電気的に接続される。第１Ａｕ膜
は第１Ｎｉ膜に積層されている。第２接続電極部は、第
２Ｎｉ膜と第２Ａｕ膜とからなる。第２Ｎｉ膜は第１接
続電極部の第１Ａｕ膜に積層されている。第２Ａｕ膜
は、第２Ｎｉ膜に積層されて第２基板に対して電気的に
接続するようになっている。これにより、ＡＣＦを用い
ずに、第２基板を第１基板に形成された有機電界発光素
子に対して電気的に接続することが可能であり、コスト
ダウンが図れる。
【００１４】しかも、第１接続電極部の第１Ａｕ膜と、
第２接続電極部の第２Ｎｉ膜との間では、比較的簡単に
剥離を起こすことができる。従って、第１基板側の有機
電界発光素子が故障したり、あるいは第２基板側が故障
したりした場合において、第２接続電極部の第２Ｎｉ膜
と第１接続電極部の第１Ａｕ膜との間で剥離を起こすこ
とにより、第１基板と第２基板を簡単に電気的かつ機械
的に分離することができる。そしてたとえば第２基板に
断線が生じた場合には、新たな第２基板を用意して、こ
の第２基板を第１基板に形成された有機電界発光素子に
対して電気的に接続する場合には、第１基板側の第１接
続電極部の第１Ａｕ膜と第２基板側の第２接続電極部の
第２Ｎｉ膜を密着することにより電気的に確実に接続す
ることができ、いわゆるリペアーが可能になる。
【００１５】請求項５の発明は、請求項４に記載の電気
的接続装置を有するディスプレイ装置において、前記第
２接続電極部の前記第２Ａｕ膜と、前記第２基板の導体
部とは、半田ボールを溶融することで接続されている。
【００１６】請求項６の発明は、請求項４に記載の電気
的接続装置を有するディスプレイ装置において、前記第
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１接続電極部と前記第２接続電極部から成る組は、前記
有機電界発光素子の１つの前記電極に対して複数組設け
られている。請求項６では、有機電界発光素子の１つの
電極に対して、第１接続電極部と第２接続電極部からな
る組が複数組設けられていることにより、複数組の数だ
け接続電極の箇所を増やすことができるばかりでなく、
１つの組が故障しても、他の組を用いて電気的な接続を
確実に行なうことができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態
を添付図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下に述
べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、
技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明
の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨
の記載がない限り、これらの形態に限られるものではな
い。
【００１８】図１は、本発明のディスプレイ装置を有す
る電子機器の一例を示している。この電子機器１０は、
たとえばテレビジョン受像機である。電子機器１０の筐
体１２は、ディスプレイ装置２０を有している。このデ
ィスプレイ装置２０は、有機電界発光素子（以下有機Ｅ
Ｌ素子という）を有するディスプレイ装置であり、たと
えば大型の表示面を有していて、一例としては７５イン
チサイズ以上のサイズのディスプレイ装置である。この
ディスプレイ装置２０は、図２に示す有機ＥＬユニット
２２を有している。
【００１９】図３は、図２の有機ＥＬユニット２２の一
部分を拡大して示す分解斜視図である。有機ＥＬユニッ
ト２２は、複数のＩＣ（集積回路）基板３０と、１枚の
有機ＥＬパネル４０を有している。有機ＥＬパネル４０
は、図３の図示例では表面４０Ａと裏面４０Ｂを有して
いる。各ＩＣ基板３０は、１つまたは複数個のドライバ
ＩＣ３４を有している。これらのドライバＩＣ３４は、
フレキシブル配線板５０を用いて、それぞれ有機ＥＬパ
ネル４０の裏面４０Ｂ側の電気接続部分に電気的にかつ
機械的に接続することができるようになっている。各Ｉ
Ｃ基板３０は、別のフレキシブル基板５１により相互に
電気的に接続することができる。
【００２０】各ＩＣ基板３０のドライバＩＣ３４は、た
とえば大型の有機ＥＬパネル４０を、破線で示すように
区分面４１に分けてそれぞれ駆動できるようにしてい
る。このように大型の面積を有する有機ＥＬパネル４０
を複数の区分面４１に分けてそれぞれＩＣ基板３０のド
ライバＩＣ３４で駆動するのは、次の理由からである。
すなわち、大型の面積を有する有機ＥＬパネル４０を複
数の区分面４１に区分して駆動することにより、各ＩＣ
基板３０から対応する位置にある区分面４１までの駆動
配線の長さが短くなり、表示画面を大型化した場合でも
配線抵抗による電圧降下をなくして、有機ＥＬパネル４
０の表示駆動を安定して行うことができるからである。
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そして、大型面積を有する有機ＥＬパネル４０の面積に
合わせて、大型のＩＣ基板３０を設けた場合に比べて、
区分面４１に分割してＩＣ基板３０をそれぞれ配置する
ことにより、仮にいずれかのＩＣ基板３０のドライバＩ
Ｃ３４の動作が不良になった場合でも、その該当する区
分面４１のＩＣ基板３０のみを取り外して交換すればよ
いので、メンテナンス時のコストダウンを図ることがで
きるというメリットもある。
【００２１】図４と図５は、有機ＥＬパネル４０の構造
例を示している。図５に拡大して示す有機ＥＬパネル４
０は、表示部領域６０と、電気的な接続領域７０を有し
ている。表示部領域６０は、寸法Ｄと、各寸法Ｄ１，Ｄ
２，Ｄ３，Ｄ４で形成される部分である。電気的な接続
領域７０は、寸法Ｄ５と寸法Ｄ６で形成される領域と、
寸法Ｄ７と寸法Ｄ８で形成される領域を有している。有
機ＥＬパネル４０の端部には、位置決め用のアライメン
トマーク６４が形成されており、このアライメントマー
ク６４は、たとえば正方形の形状を有している。電気的
な接続領域７０は、たとえば丸形状の複数の接続ポイン
トＰを有している。
【００２２】ここで、図６～図７を参照して、有機ＥＬ
パネル４０の有機ＥＬ素子８０の構造例を説明する。有
機ＥＬパネル４０は、透明基板１２１の上に、陽極とな
る透明電極１２２をストライプ状に形成し、さらに、正
孔輸送層と発光層とからなる有機ＥＬ膜１２３を透明電
極１２２と直交するように形成し、有機ＥＬ膜１２３上
に陰極１２４を形成することで、透明電極１２２と陰極
１２４とが交差する位置にそれぞれ有機ＥＬ素子８０を
形成している。透明基板１２１は、図５に示すように、
これら有機ＥＬ素子８０を縦横に配置した発光エリアで
ある表示部領域６０と、発光エリアを駆動回路に接続さ
せるために上述した電気的な接続領域７０を形成してい
る。
【００２３】このような有機ＥＬパネル４０において
は、通常、透明電極１２２間に絶縁層が設けられてお
り、これによって透明電極１２２間の短絡と、さらには
透明電極１２２と陰極１２４との間の短絡が防止されて
いる。
【００２４】透明電極１２２と陰極１２４とが交差する
位置に構成される有機ＥＬ素子としては、例えば図７
（Ｂ）に示すシングルヘテロ型の有機ＥＬ素子８０があ
る。この有機ＥＬ素子８０は、ガラス基板等の透明基板
１２１上にＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ  ｔｉｎ  ｏｘｉｄ
ｅ）等の透明電極１２２からなる陽極が設けられ、その
上に正孔輸送層１２３ａ及び発光層１２３ｂからなる有
機ＥＬ膜１２３と陰極１２４が設けられている。
【００２５】有機ＥＬ素子８０は、透明陽極１２２に正
の電圧を印加し、陰極１２４に負の電圧を印加すると、
透明陽極１２２から注入された正孔が正孔輸送層１２３
ａを経て発光層１２３ｂに到達し、また陰極１２４から
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7
注入された電子が発光層１２３ｂにそれぞれ到達し、発
光層２３ｂ内で電子－正孔の再結合が生じる。このと
き、所定の波長を持った光が発生し、図７（Ｂ）の矢印
で示すように透明基板１２１側から外に出射する。
【００２６】次に、有機ＥＬ素子８０の断面構造例につ
いて、図１０を参照して説明する。透明基板１２１は、
たとえばガラス基板やプラスラック基板を用いることが
できる。ガラス基板の場合には、たとえばソーダ硝子、
無アルカリ硝子、石英硝子などである。プラスチック基
板の場合には、たとえばＰＣ（ポリカーボネート）、フ
ッ素ＰＩ（ポリイミド）、ＰＭＭＡ（アクリル樹脂）、
ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＡＲ（ポリ
アリレート）、ＰＥＳ（ポリエーテルスルフォン）、Ｐ
ＥＮ（ポリエーテルニトリル）、シクロ・オレフィン系
樹脂などを用いる。透明基板１２１の表面と裏面には、
ガスバリア膜１４０が形成されている。このガスバリア
膜１４０は、水分や酸素等のガスの素子内への浸入を防
いで、有機ＥＬ素子の劣化を防止する。ガスバリア膜１
４０には反射防止特性が付与されていることが望まし
く、これによりガスバリア膜１４０は、発生した光の透
明基板１２１での反射を抑えて、透過率の高い優れた有
機ＥＬ素子にすることができる。
【００２７】一方のガスバリア膜１４０の上には、補助
電極１４２が形成されている。この補助電極１４２は、
たとえばクロムにより作られておりたとえば櫛状に形成
されており、この補助電極１４２は、抵抗値を下げるた
めについている。補助電極１４２の上には、透明電極１
２２が形成されている。この透明電極１２２は、たとえ
ばストライプ状に形成されており、陽極であり、正の電
圧を印加する部分であり、たとえばＩＴＯ膜（Ｉｎｄｉ
ｕｍ  ｔｉｎ  ｏｘｉｄｅ膜）である。
【００２８】透明電極１２２の上には第１絶縁層１５０
が形成されている。第１絶縁層１５０の上には、有機Ｅ
Ｌ膜１２３が形成されている。この有機ＥＬ膜１２３
は、正孔輸送層と発光層とが積層された多層構造であ
る。第１絶縁層１５０と有機ＥＬ膜１２３の上には、陰
極（カソード電極）１２４が形成されている。第１絶縁
層１５０は、たとえばＳｉＮ等により作られており、電
気絶縁性ばかりでなく水分や酸素に対するガスバリア機
能を有している。このガスバリア機能をもたせること
で、素子内部への水分や酸素の浸入を防いで、有機ＥＬ
膜１２３の劣化を防ぐ。
【００２９】陰極１２４は、有機ＥＬ膜１２３のカソー
ドとなるもので、有機ＥＬ膜１２３よりも大きめに形成
されている。陰極１２４は、たとえばフッ化リチウム
（ＬｉＦ）等からなる。第１絶縁層１５０と陰極１２４
の上には、第２絶縁層１５５が形成されている。この第
２絶縁層１５５は、素子全体に亘って形成されており、
たとえばＳｉＮ、ＡｌＮ等により作られている。第２絶
縁層１５５は、絶縁性ばかりでなく、水分や酸素に対す
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るガスバリア機能をも有しており、これにより素子内部
への水分や酸素の浸入を防ぎ、有機ＥＬ膜１２３の劣化
を防止することができる。
【００３０】図１０において、接続ポイントＰに対応す
る位置には、開口部１８０と開口部１８１が設けられて
いる。この開口部１８０は接着剤１６０と第２絶縁層１
５５にかけて形成されている。開口部１８１は接着剤１
６０と第２絶縁層１５５および第１絶縁層１５０にかけ
て形成されている。開口部１８０の中には電気的接続装
置３００が設けられている。開口部１８１の中には電気
的接続装置３０１が設けられている。
【００３１】電気的接続装置３００は、有機ＥＬ素子８
０の陰極１２４と、フレキシブル配線板５０の導体部２
３０を電気的に接続するようになっている。電気的接続
装置３０１は、有機ＥＬ素子８０の透明電極１２２とフ
レキシブル配線板５０の導体部２３０を電気的に接続す
るようになっている。フレキシブル配線板５０の一方の
面と他方の面に形成された導体部２３０は、導電性の接
続部分２２０を用いて穴２１０を通じて電気的に接続さ
れている。透明基板１２１は有機ＥＬ素子８０を支えて
いる第１基板に相当する。フレキシブル配線板５０は有
機ＥＬ素子８０に対して電気的に接続しようとする第２
基板に相当する。
【００３２】図１０において電気的接続装置３００は、
第１接続電極部２００と第２接続電極部２０１を有して
いる。第１接続電極部２００は、第１Ｎｉ膜３１０と第
１Ａｕ膜３２０を積層して形成したものである。第２接
続電極部２０１は、第２Ｎｉ膜３３０と第２Ａｕ膜３４
０を積層して形成したものである。
【００３３】図１０において、電気的接続装置３０１
は、第１接続電極部２００と第２接続電極部２０１を有
している。第１接続電極部２００は第１Ｎｉ膜３１０と
第１Ａｕ膜３２０を積層して形成したものである。第２
接続電極部２０１は、第２Ｎｉ膜３３０と第２Ａｕ膜３
４０を積層して形成したものである。
【００３４】第１Ｎｉ膜３１０と第２Ｎｉ膜３３０は、
Ｎｉフラッシュ等とも呼んでおり、第１Ａｕ膜３２０と
第２Ａｕ膜３４０は、Ａｕフラッシュ等とも呼んでい
る。このように電気的接続装置３００は第１接続電極部
２００と第２接続電極部２０１の二重構造になってお
り、同様にして電気的接続装置３０１も、第１接続電極
部２００と第２接続電極部２０１の二重構造になってい
る。
【００３５】第１Ｎｉ膜３１０と第２Ｎｉ膜３３０の厚
みは、好ましくは１μｍ～５μｍである。Ｎｉ膜の厚み
が１μｍよりも小さいと、本来半田との合金層を形成し
なければならないものが形成しにくくなってしまうので
好ましくない。逆にＮｉ膜が５μｍを超えると、高価と
なってしまう。第１Ａｕ膜３２０と第２Ａｕ膜３４０の
厚みは、好ましくは０．１μｍ～１μｍである。Ａｕ膜
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が０．１μｍよりも小さいと、Ａｕ膜が付いていても付
いていなくてもあまり変わらなくなってしまい、酸化等
の防止効果が大幅に低減してしまう。逆にＡｕ膜が１μ
ｍを超えると、高価となることと、半田付け時の合金層
がＡｕと半田との間で形成してしまうので好ましくな
い。
【００３６】第２絶縁層１５５の上には、接着剤１６０
を介して、フレキシブル配線板５０が貼り付けられてい
る。フレキシブル配線板５０は、たとえばＰＩ（ポリイ
ミド）ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）で構成さ
れたものなどを採用することができる。接着剤１６０
は、たとえば、フレキシブル配線板５０に貼り付けられ
た両面粘着テープである。
【００３７】フレキシブル配線板５０は、穴２１０を有
しており、これらの穴２１０は、周囲部分２１４により
形成されている。この周囲部分２１４には、導電性の接
続部分２２０があらかじめ形成されている。この導電性
の接続部分２２０は、たとえばＣｕを採用することがで
きる。導電性の接続部分２２０は、フレキシブル配線板
５０の導体パターン２３０に電気的に接続されている。
導電性の接続部分２２０の材質としては、Ｃｕのほか
に、Ａｇやカーボンなどを採用することができる。
【００３８】このような有機ＥＬ素子８０もしくは有機
ＥＬパネル４０では、陽極である透明電極１２２と、カ
ソード電極である陰極１２４の間に電流が印加される
と、陰極１２４から注入された正孔が、有機ＥＬ膜の正
孔輸送層を経て発光層に達するとともに、透明電極１２
２から注入された電子が有機ＥＬ膜１２３の発光層に到
達する。従って、発光層内で電子－正孔の再結合が生じ
る。この時に、所定の波長を持った光が発生し、この光
Ｌは、透明基板１２１から外に射出することになる。
【００３９】次に、図８～図１３を参照して、図１０の
有機ＥＬ素子８０に対してフレキシブル配線板５０を電
気的に接続するためのディスプレイ装置の製造方法につ
いて説明する。図１０において、電気的接続装置３０
０，３０１は、図５に示す有機ＥＬパネル４０の接続ポ
イントＰに対応した位置に位置している。これらの接続
ポイントＰは、図１０において示すように有機ＥＬ膜１
２３に重ならない位置に位置している。このように有機
ＥＬ膜１２３と接続ポイントＰに対応する電気的接続装
置３００，３０１が近い位置ではあるが重ならないよう
にしているのは、電気的接続装置３００，３０１とフレ
キシブル配線板５０の導電性の接続部分２２０を電気的
に接続する際に、有機ＥＬ膜１２３への熱の伝導を極力
防ぐためである。
【００４０】図１４は、ディスプレイ装置の製造方法の
工程例を示している。図１４の電気的接続装置３００，
３０１の形成ステップＳＴ１では、図１０に示すように
開口部１８０の中に電気的接続装置３００を形成し、開
口部１８１の中に電気的接続装置３０１を形成する。
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【００４１】図１４の貼り付けステップＳＴ２では、図
１０に示すように接着剤１６０を用いてフレキシブル配
線板５０を第２絶縁層１５５の上に位置決めして貼り付
ける。この場合に、たとえば図５に示す有機ＥＬパネル
４０のアライメントマーク６４と、図１０に示すフレキ
シブル配線板５０の所定の箇所に設けられたアライメン
トマークとを用いて、これらのアライメントマークを画
像認識することで、フレキシブル配線板５０と有機ＥＬ
素子８０との位置合わせを行う。
【００４２】次に、図１４の接続ステップＳＴ３に移
る。接続ステップＳＴ３は、ステップＳＴ３－１，ＳＴ
３－２，ＳＴ３－３，ＳＴ３－４を有している。この接
続ステップＳＴ３は、貼り付けステップＳＴ２におい
て、真空中でフレキシブル配線板５０を貼り付けた後に
行う。
【００４３】図８に示すようにフラックスＦ付きの半田
ボール３８０を用意する。この半田ボール３８０は、吸
引装置３７９を作動することにより、ホルダー３８１の
穴３０３内に空気吸引により保持する。これらの半田ボ
ール３８０は、たとえば無鉛半田を用いるのが望まし
く、その外周面にはフラックスＦが転写されている。
【００４４】図９に示すようにホルダー３８１の穴３８
３に保持された半田ボール３８０は、フレキシブル配線
板５０のそれぞれの穴２１０に対して投入される。半田
ボール３８０のフラックスＦが転写された側が、図１１
に示すように導電性の金属膜１７０側に来るので、半田
ボール３８０が転がりにくいというメリットがある。
【００４５】図１４のステップＳＴ３－１とステップＳ
Ｔ３－２が終了すると、次にステップＳＴ３－３に移
る。図１１の状態では、すでに穴２１０には半田ボール
３８０が投入されている。この半田ボール３８０に対し
てレーザ光３８５を照射する。このレーザ光３８５は、
たとえば半導体レーザ、エキシマレーザあるいはＹＡＧ
レーザ等のレーザ光を用いることができるが、いずれに
しても半田ボール３８０を溶融できるものであればどの
ような種類のレーザを用いても勿論構わない。半田ボー
ル３８０に対してレーザ光３８５を照射することで、半
田ボール３８０は図１２に示すように溶融する。溶融し
た半田３９０は図１２に示すようにフレキシブル配線板
５０の導電性の接続部分２２０と、電気的接続装置３３
０，３０１の第２Ａｕ膜３４０を、図１３のステップＳ
Ｔ３－４のように電気的かつ機械的に接続することがで
きる。
【００４６】なお、図１１に示すようにレーザ光３８５
を半田ボール３８０に照射する場合には、必要に応じて
マスキング材３６０を用いるとよい。マスキング材３６
０は、レーザ光３４０を半田ボール３８０に当てるため
の穴３７０を有している。以上のような製造方法によ
り、フレキシブル配線板５０の導体パターン２３０は、
導電性の接続部分２２０、半田３９０および電気的接続
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11
装置３００，３０１を介して、有機ＥＬ素子８０の陰極
１２４と透明電極１２２に対して電気的に接続すること
ができるのである。
【００４７】次に、フレキシブル配線板５０の片側は、
図３に示すようにＩＣ基板３０のコネクタ５９に挿入し
て接続できる形状となっている。ＩＣ基板３０は、たと
えばガラスエポキシ基板や、その他の種類の基板たとえ
ば紙フェノール基板、セラミック基板、鉄等の金属基板
などを用いることができるが、もちろんフレキシブルな
基板でも構わない。このＩＣ基板３０にマウントされて
いるコネクタ５９に対してフレキシブル配線板５０の他
端部を電気的に接続することにより、ＩＣ基板３０のド
ライバＩＣ３４は、有機ＥＬパネル４０の図１０に示す
有機ＥＬ素子８０に対して電気的に接続することができ
る。尚、図３に示すドライバＩＣ３４は、ＩＣ基板３０
ではなくフレキシブル配線板５０の上にマウントするよ
うにしても構わない。図１０に示す半田ボール３８０を
採用するのに代えて、通常のクリーム半田を用いるよう
にしても勿論構わない。
【００４８】本発明のディスプレイ装置およびディスプ
レイ装置を有する電子機器では、たとえば図１０に示す
ように有機ＥＬ膜１２３に近い位置のところでも、透明
電極１２２と陰極１２４に対してフレキシブル配線板５
０の導体パターンを電気的に接続することができる。す
なわち、半田ボール３８０あるいはクリーム半田をフレ
キシブル配線板５０の穴２１０に投入して、局所的にレ
ーザ光を用いて瞬間的に加熱するだけであるので、熱に
よって有機ＥＬ膜１２３に影響を与えることがないので
ある。
【００４９】本発明の実施の形態では、たとえば図３に
示すように、比較的大画面の有機ＥＬパネル４０を区分
面４１に区分してそれらの区分面に対応してＩＣ基板３
０を設けるようにして、そのフレキシブル配線板５０
は、図５に示す電気的な接続領域７０に接続するような
構成にしているので、配線抵抗値を少なくし、低消費電
力化を図ることができる。そしてある区分面４１に対応
するＩＣ基板３０のいずれかのドライバＩＣ３４に故障
が生じたとしても、その該当するＩＣ基板３０のみを交
換すればよいので、メンテナンス時のコストの低減が図
れる。図１０に示すように、フレキシブル配線板５０と
有機ＥＬ素子８０は半田と電気的接続装置３００，３０
１を用いて確実に電気的かつ機械的に接続することがで
きるので、電気的、機械的な接続信頼性を向上すること
ができる。上述した実施の形態の電子機器は、いわゆる
大型のディスプレイ装置であり、たとえば大型のテレビ
ジョン受像機等に用いることができる。
【００５０】ここで、図１３を参照しながら、有機ＥＬ
素子８０が故障したりあるいはフレキシブル配線板５０
が故障した場合のリペアー処理の例について説明する。
たとえばフレキシブル配線板５０において断線等の不良
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が発生して、フレキシブル配線板５０を有機ＥＬ素子８
０から取り除いて新しいフレキシブル配線板５０と交換
しなければならなくなった場合を考える。この場合に
は、断線したフレキシブル配線板５０は、有機ＥＬ素子
８０側から取り外さなければならない。この時には、図
１３に示すように電気的接続装置３００，３０１のいず
れにおいても、第１接続電極部２００の第１Ａｕ膜３２
０と、第２接続電極部２０１の第２Ｎｉ膜３３０の間で
剥離を起こさせて、第１接続電極部２００と第２接続電
極部２０１を分離する。
【００５１】そして、新たなフレキシブル配線板５０を
用意して、このフレキシブル配線板５０の第２接続電極
部２０１の第２Ｎｉ膜３３０と第１接続電極部２００の
第１Ａｕ膜３２０を密着すれば、有機ＥＬ素子８０の陽
極である透明電極１２２と陰極１２４を、それぞれフレ
キシブル配線板５０の導体部２３０に対して電気的に接
続することができる。このようにして、フレキシブル配
線板５０に断線等の不良が生じても、電気的接続装置３
００，３０１を用いて、簡単にリペアーすることができ
るのである。この場合に、第２Ｎｉ膜３３０がフレキシ
ブル配線板５０側の半田３９０にくっついていくのは、
半田３９０と第２Ｎｉ膜３３０が合金層を形成している
ためである。
【００５２】図１５は、本発明の別の実施の形態を示し
ている。図１５においては、有機ＥＬ素子８０の１つの
陰極１２４に対して複数、たとえば２つの電気的接続装
置３００，３０３が設けられている例を示している。こ
のように複数の電気的接続装置３０３を１つの陰極１２
４に形成することにより、電気的接続装置の数だけ接続
箇所を増やすことができる。電気的接続装置３００にお
いてフレキシブル配線板５０の導体部２３０と陰極１２
４の電気的接続が不良になった場合には、すでに述べた
ように第２Ｎｉ膜３３０と第１Ａｕ膜３２０の間で剥離
を起こさせることにより、一旦たとえば断線しているフ
レキシブル配線板５０を剥離する。その後、新たに用意
したフレキシブル配線板５０の導体部２３０は、もう１
つの電気的接続装置３０３を用いて、陰極１２４に電気
的に接続することもできる。
【００５３】図１６と図１７は、小型の電子機器の一例
として携帯電話４１０を示している。この携帯電話４１
０は、アンテナ４１４、スピーカ４２２、マイク４２
０、操作部４１８、筐体４１２を有している。操作部４
１８は、各種の操作ボタンを有している。筐体４１２の
フロント部４２４はディスプレイ装置５２０を有してい
る。このディスプレイ装置５２０は、携帯電話４１０に
必要な情報等を表示する部分である。ディスプレイ装置
５２０は、図１５に示すように有機ＥＬパネル５４０
と、ＩＣ基板５３０を有しており、ＩＣ基板５３０と有
機ＥＬパネル５４０は、フレキシブル配線板５０により
電気的かつ機械的に接続されている。ＩＣ基板５３０は
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ドライバＩＣ３４を有している。このように大型の電子
機器のみならず、小型の電子機器においても本発明のデ
ィスプレイ装置を適用することができる。
【００５４】本発明の実施の形態においては、電気的接
続装置の第２Ｎｉ膜３３０と第１Ａｕ膜３２０の間にお
ける剥離を利用することにより、すでに電気的に接続し
ているフレキシブル配線板５０が断線等の不良を発生し
ても、フレキシブル配線板５０は有機ＥＬ素子８０側か
ら簡単に電気的に取り外すことができるので、リペアー
が可能になる。そして本発明の実施の形態ではＡＣＦ等
の高価な材料を用いていないのでコストダウンを図るこ
とができる。
【００５５】また製造工程において、フレキシブル配線
板５０を有機ＥＬ素子８０側に電気的に接続する作業を
行っている場合に、接続を失敗した場合には、有機ＥＬ
素子８０と透明基板１２１側を残し、新たなフレキシブ
ル配線板５０をもう一度貼り付けることにより電気的に
フレキシブル配線板５０と有機ＥＬ素子８０を接続する
ことができるので、有機ＥＬ素子８０を含むディスプレ
イ装置の無駄のない利用が可能であるので、コストダウ
ンが図れる。
【００５６】ところで本発明は上記実施の形態に限定さ
れるものではなく、ディスプレイ装置は、テレビジョン
受像機、携帯電話の他に、コンピュータのモニター装
置、携帯情報端末、デジタルスチルカメラ、ビデオカメ
ラ、携帯用ゲーム機、等に適用することができる。
【００５７】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
フレキシブル配線板のような第２基板を、第１基板に形
成された有機電界発光素子に対して電気的に接続してい
る場合に、第２基板を第１基板側から簡単に取り除いて
修理することができ、ＡＣＦを用いずにコストダウンを
図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のディスプレイ装置を有する電子機器の
一例として、大型のテレビジョン受像機を示す斜視図。
【図２】図１の電子機器が有する有機ＥＬユニットの例
を示す斜視図。
【図３】図２の有機ＥＬユニットの一部を示す有機ＥＬ
パネル、ＩＣ基板およびフレキシブル配線板を示す斜視
図。
【図４】有機ＥＬパネルの電気的な接続領域の例を示す
図。
【図５】図４の有機ＥＬパネルの電気的な接続領域およ
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び表示領域の例を示す平面図。
【図６】有機ＥＬパネルの有機ＥＬ素子の構造例を示す
斜視図。
【図７】有機ＥＬパネルの一部の構造を示す図。
【図８】半田ボールをホルダーに吸着しようとする状態
を示す図。
【図９】ホルダーに吸着された半田ボールを、フレキシ
ブル配線板の穴に投入しようとする状態を示す図。
【図１０】有機ＥＬ素子とフレキシブル配線板の接続構
造例を示しており、半田ボールが投入される前の状態を
示す図。
【図１１】図１０において半田ボールがフレキシブル配
線板の穴に投入され、レーザ光が照射される状態を示す
図。
【図１２】レーザ光により半田ボールが溶融した状態を
示す図。
【図１３】フレキシブル配線板をリペアーする場合に有
機ＥＬ素子側から電気的接続装置を利用して取り外した
状態を示す図。
【図１４】本発明のディスプレイ装置の製造方法の一例
を示す図。
【図１５】本発明の別の実施の形態を示す図。
【図１６】本発明のディスプレイ装置の別の実施の形態
が電子機器に搭載されている例を示す図。
【図１７】図１６のディスプレイ装置の構造例を示す斜
視図。
【図１８】従来の有機ＥＬ素子とフレキシブル配線板の
接続例を示す図。
【図１９】図１８の一部分を拡大して示す図。
【符号の説明】
１０・・・電子機器、２０・・・ディスプレイ装置、２
２・・・有機ＥＬユニット、３０・・・ＩＣ基板、４０
・・・有機ＥＬパネル、５０・・・フレキシブル配線
板、７０・・・有機ＥＬパネルの電気的な接続領域、８
０・・・有機ＥＬ素子、１２１・・・透明基板（基
板）、１２２・・・透明電極（陽極）、１２４・・・陰
極（カソード）、２００・・・第１接続電極部、２０１
・・・第２接続電極部、２１０・・・フレキシブル配線
板の穴、２２０・・・導電性の接続部分、３００，３０
１，３０３・・・電気的接続装置、３１０・・・第１Ｎ
ｉ膜、３２０・・・第１Ａｕ膜、３３０・・・第２Ｎｉ
膜、３４０・・・第２Ａｕ膜、３８０・・・半田ボー
ル、３８５・・・レーザ光、Ｐ・・・接続ポイント
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